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投资者关系 

活动类别 

 

■特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 

参与单位名称 

及人员姓名 

2023 年 7 月 5 日：华夏基金：张景松、张皓智、彭锐哲；高毅资产：赵浩；

南方基金：陈思臻；德邦资管：陈祥辉；宏道投资：段然；展博投资：黄嘉

杰；启铼基金：王远洋；淳厚基金：赵绮晖；中泰证券：李硕文；天风证券：

吴雨；国元证券：郝润祺；安信证券：姜媌媌；华鑫证券：吕卓阳；西部证

券：王凌涛等 17 名投资者及证券人员 

2023 年 7 月 6 日：财通基金：沈犁；中欧基金：郭睿；博时基金：李重阳 

时间 
2023 年 7 月 5 日下午 13:00-15:00 

2023 年 7 月 6 日上午 10:00-12:00 

地点 公司 905 会议室 

上市公司接待 

人员姓名 
投资者关系经理朱梦茜女士 

投资者 

关系活动 

主要内容 

介绍 

上市公司接待人员介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业

务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，

主要交流内容如下： 

 

问 1：公司近年来新项目布局和成果转化的速度在加快，原因有哪些？ 

答：公司作为进口替代类创新材料的平台型企业，为抓住半导体及新型

显示行业布局的黄金窗口期，并实现细分材料领域的国产领先优势，近几年

一直保持较快的布局速度，且新项目从立项到实现销售的推进速度也明显加

快。公司新项目快速推进的主要原因有： 

1、技术平台的整合和运用：公司重视技术整合，二十多年来利用技术

积累和人才稳定打造了七大技术平台，将材料开发的共性技术运用到新项目

的研发过程中，如将彩色碳粉中的高分子合成技术运用到 CMP 抛光垫和聚

酰亚胺 PI 材料的研发过程中、将彩色碳粉中的物理化学技术运用到 CMP 抛

光液及清洗液的研发过程中、将载体中的无机非金属技术运用到研磨粒子的

研发过程中等，这能加快公司新产品开发速度。 

2、自主评价体系完善：公司坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同

步，建立了 CMP 工艺评价验证体系、显示材料评价验证体系和半导体先进

封装领域的键合/解键合工艺及封装光刻工艺等应用评价平台，通过进行半



导体制程 CMP 抛光环节、显示面板制造涂布环节、键合/解键合环节等下游

用户实际工艺流程，对相关材料产品进行应用验证，有助于加深产品理解并

缩短产品开发周期。 

3、客情关系良好：随着公司 CMP 抛光垫产品在下游核心晶圆厂客户的

稳定规模化使用，以及半导体显示材料 YPI、PSPI 产品在主流面板厂的逐步

放量，公司与下游客户建立起了信任和良好的合作关系，这对公司其他半导

体材料的定制化开发和验证导入提供了帮助，加快公司新产品的验证速度。 

 

问 2：公司在供应链管理方面的布局如何？ 

答：公司坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步，通过自主研

发和投资、培育国内上游原材料厂商的形式，提升公司产品上游供应链的自

主化程度，这对产品生产的安全稳定、自主可控有较大帮助，同时也有助于

加深材料产品理解和从原料入手进行定制化开发。此外，在打印复印通用耗

材板块，公司布局了耗材成品上游核心原材料—彩色聚合碳粉、耗材芯片和

显影辊等，这对公司耗材成品的协同支持、产业信息传递等提供了帮助，提

升了公司耗材业务的竞争力。 

 

问 3：公司 CMP 抛光垫业务进展情况如何？ 

答：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的

CMP 抛光垫国产供应商，深度渗透国内主流晶圆厂供应链，产品质量获得

客户高度肯定。今年上半年，公司把市场开拓重心放在了主要逻辑客户上，

逻辑客户的销售占比在逐步提升，客户结构得到优化。此外，公司潜江三期

抛光垫新品产线的投产运行，使公司 CMP 抛光垫产品布局进一步完善，这

也给抛光垫产品的市场推广提供了帮助。 

 

问 4：公司 CMP 抛光液业务的进展情况如何？ 

答：总体来看，公司 CMP 抛光液业务今年处于快速放量阶段，目前公

司已有数款 CMP 抛光液产品在客户端规模化销售，其他各制程 CMP 抛光

液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段。公司 CMP 抛光液产品有多个

优势：（1）在供应链方面，公司实现了 CMP 抛光液核心原材料研磨粒子的

自主制备，研磨粒子对抛光液产品品质有较大影响，同时在抛光液的材料成

本中占比较高。研磨粒子自主供应有助于公司对 CMP 抛光液产品进行定制

化开发，增强公司抛光液产品供应链的安全、稳定、经济性。（2）在平台化

布局方面，公司作为创新材料的平台型企业，布局了集成电路制造 CMP 抛

光环节的多款核心耗材，提供 CMP 制程工艺材料系统化解决方案，这加深

了公司对 CMP 抛光液产品应用的理解以及 CMP 抛光液、抛光垫等材料适

配使用的理解，从而增强了公司抛光液产品的竞争力。 

 

问 5：公司半导体先进封装材料业务的进展情况如何？ 

答：半导体先进封装技术是国内晶圆厂制程工艺技术进步的重要途径，

先进封装材料在国内的市场空间处于上升阶段。公司选取了国内尚未实现自

主化替代、技术门槛高、同时与公司已有技术积累存在共性的几款先进封装

材料进行布局，目前各产品都在按计划进行导入、验证和产品开发工作。此

外，随着键合/解键合平台、封装光刻机、可靠性评价及其配套设备等应用



评价平台的建设完成及投入使用，公司半导体先进封装材料项目的推进速度

也将进一步加快。 

 

问 6：公司打印复印通用耗材业务情况如何？ 

答：公司在保障传统业务—打印复印通用耗材业务的整体竞争力和业绩

贡献的同时，持续推进打印耗材业务的效率提升和转型升级。上游彩色碳粉、

耗材芯片产品继续保持对终端硒鼓、墨盒成品的业务协同、支持力度，同时

芯片业务从打印复印耗材芯片向工业级和车规级应用的安全芯片等新产品

方向进行深度转型；终端硒鼓业务进行深度整合，硒鼓自动化产线逐渐稳定

量产，降本控费、效率提升等工作取得阶段性成效；终端墨盒业务拟挂牌新

三板，积极拓展线上客户及市场渠道，进一步提升公司墨盒业务的核心竞争

力。 

 

附件清单 无 

日期 2023 年 7 月 6 日 

 


